Productronica ’85

Altal4nos 6sszefoglald

Imm4r hatodik alkalommal rendezték meg a kétéven-
ként sorra keriild Productronica vasirt Miinchenben.
A Productronica az elektronikai gydrtéberendezések
szakvaséra tehit idén iinnepelte tizedik sziiletésnapjat.
Frdemes ebbdl az alkalombél végigtekinteni az eddigi
vasarok szdmszer({i adatain.

Bv | Kisllitok soma | UL |y gopaisk szama
1975 147 10 500 4815
1977 365 (+148%) |32 600 (+210%) | 16085 (+234%)
1979 788 (+116%) |44 450 (+ 36%)| 31200 (+94% )
1981 904 (+ 15%) |55 550 (+ 25%) | 36685 (+ 18%)
1983 | 1151 (+ 27%) (65000 (+ 17%) | 42322 (+ 15%)
1985 | 1496 (+ 30%) |95 000 (+ 46%) |~50000 (418%)

Amint a felsorolt adatokbol lathatd, a v4sar a 80-as
évek elején dtmeneti megtorpandsa utdn ismét fel-
élénkiilt. A novekedési mutaték koziil kiilonGsen
szembet{ing az alapteriilet novekedése, a vasarteriiletet
a kiallitds Ggyszolvan teljesen kitoltotte.

Az 1496 kiallit6b6l 1003 (67%) volt koézvetleniil
jelen, 493 (33 %) céget a ki4llitok kozvetve reprezentél-
tak. A kidllitok 45 %-a kiilf6ldi (nem nyugatnémet) cég
volt 24 orszdgbdl, igy a kiallitdst joggal lehet az eletro-

nikai technolégia egyik legjelentGsebb nemzetkézi

seregszemléjének tekinteni. Franciaorszégot, Nagy-
Britanniat és az USA-t nemzeti kidllitis is reprezen-
talta, nem zdrva ki jelent8s cégek egyém bemutatko-
z4sht.

A szocialista orszdgok koziil Csehszlovéklét és az
NDK-t 1—1, Magyarorszdgot 3 cég (Elektroimpex,
EMG, Mikromodul) képviselte. A vasart igen erStel-
jesen koriilhatarolt tém4ju szektorokra bontottak.

Ezek rendre:

A) Alkatrészgyartas

B) NYAK-gyartis

C) Osszeszerelés, tekercselés és 4ltaldnos termelési
modszerek

D) A minGségbiztositds mérg, ellen8rz8 és automati-

z4lt berendezései.
Két 1ij kezdeményezésrdl is beszdimolhatunk.

— A Productronica vésirokon el6szér rendeztek te-
matikai kiallitist. Egy pavilonban az SMD (felii-
leti szerelésre alkalmas alkatrészek) gyadrtéi mu-
tattdk be termékeiket.

— A fent felsorolt szakteriiletek mindegyikéhez kap-
csol6do konferencidt rendeztek. Ahogyan a rende-
z8k hirdették: a vdsar nemcsak hardvert (a kialli-
tott termékeket), hanem szoftvert (konferenciat,
szimpéziumot) is kinal. (Eddig is rendeztek szak-
konferencidkat a Productronica visirokkal pér-
huzamosan, de ezittal kapcsoltdk elGszor Gssze a
témdkat az egyes szakteriiletek tém4javal). Ezen
beliil is ijdonsag az ezentil ismételten is megrende-
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zésre keriil§ ,,Productronica F6rum” — ezuttal az ,,A”
szektorhoz kapcsolodva. Téméja: a mikroelektronika
fejlédésének trendjei.

A ,,B” szektorhoz kapcsolddé konferencia az EIPC
(European Institute ofi Printed Circuits) téli konferen-
cidja, amelynek téméja: automatizélds és koltségmeg-
takaritds a NYAK gy4rtdsban.

A ,,C” szektorhoz kapcsolddé konferencia témdja:
az elektronikai termékek strukturavéltisa az SMD
felhasznaldsa kovetkeztében. Végiil a ,,D” szektorhoz
két konferencia is kapcsolddott: az SMD technolédgia
mingségbiztositisa €s Elektronikus érzékeldk és ér-
zékel8 rendszerek.

A konferencidk részvételi dija elérhetetleniil ma-
gasra szokott. Félnaponként DEM 200,—, egész kon-
ferencidkra a fél napra szdmitott atlagos részvételi dij
DEM 125—200 kozott valtozik.

A konferencidk anyagénak ismertetése

Sikeriilt hozz4jutnunk a konferencidk irott anyagéhoz,
és ezeket az érdekl3dBk rendelkezésére tudjuk bocss-
tani. Itt csak az egyes elGaddsok szerzgit és cimeit so-
roljuk fel, jelezve, hogy a szoveg német (N) vagy angol
(A) nyelvii, K jelzi, ha a szoveg csak az el6adés kivo-
nata.

Productronica-Férum

A mikroelektronika fejlédésének trendjei.

Bogert, H. Z. (USA): Elektronika és az informéci6
forradalom (A)

Knetsch, K. (D): Az ipari mikroelektronika nyugat-
eurdpai terjedésének idGszerd analizise (N)

Prommer, A. (D): A mikroelektronika pénziigyi t4-
mogatdsa (N) K

Rose, D. J. (USA): A félvezetGgyartis anyagainak
trendjei (A)

Killius, P. (CH): ,,Silicon Compiler” és m4s struktiira-
tervez8 automatik (N)

Lazzari, S. P. (F): A mikrolitogrifia fejlédése (A) K

" Milne, D. (GB): Felhasznéléi és fél-felhaszniloi esz-

kozok elérhet8sége (A)

Stach, J. (USA): Technologiai egyuttmukodém prog-
ramok — Massachusettsi Mikroelektronikai Ko&z-
pont (A) K

Héffinger, B. (D): A kutatointézetek és az ipar egyiitt-
miikodése a mikroelektronika tamogatidsiban (N)

EIPC téli konferencia

Automatizalas és koltségmegtakaritds a NYAK-gyar-
tasban

Kienapfel, B. (D): A bels§ rétegek automatikus foté-
nyomasa (A)
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Watts, R. (USA): Az expozicié automatizildsdnak
helyzete (A)

Elsberg, E. (GB): A t5bbrétegii NYAK-ok belsd réte-
geinek automatikus érintkezésmentes fotdeljarasa
A)

Biglia, R. (I): Az alapanyagok hatésa a koltségcsok-
kentésre (A)

Frisch, D.—Cleveland, E. (USA): A héalakitis fel-
haszndlasa és fréccséntott hordozok (A)

Schwarz, L.—Burges, R. (D): Vékony lemezek elG-
allitasa tobbrétegli NYAK-hoz (A)

Hultzesh, G. (D): Fotorezisztek elektrosztatikus fel-
vitele (A)

Herwig, W. (D): Uj fotorezisztek elektrosztatikus fel-
vitelhez (A)

Crockett, R. N. (CH): Uj automatizilt technolégia
a szaraz-film forrasztasi maszk processzalasa haté-
konysdginak novelésére (A)

Virsitk, P. K. (CH): Folyékony forrasztasi maszk
automata processzilasa (A)

Wachal, W. P. (USA): Szaraz filmreziszt alkalmazsa
in-line processzalasban (A)

VDI Gyértistechnikai Tarsasdg (ADB) konferenciija

Az elektronikai termékek struktiravéltisa az SMD
felhasznaldsa kovetkeztében

Feldmann, K. (D): Az automata beiiltet§ rendszerek
fejlédési trendjei a feliileti szereléstechnika hatasira
(N)

Bdrmonn, D. (D): Gyartérendszer feliiletszerelt alkat-
részek soros és szimultdn beiiltetésére (N)

Rohm, R. (D): SMD technolégia — az alkatrészek
automatikus beiiltetésének a helyes titja

Pollak, R. (D): SMD tervezési szabidlyok a teljes
gyartasi folyamat figyelembevételével (N) K

Hartl, W. (D): PIN—FRAME, chip-carrierek gazda-
sdgos csoportositasa (N)

Friedrich, D. (D): Alkatrészek beiiltetése dramkori
lemezekre SMD-vel: koncepciék €és berendezések
(N)

Eggelaar, E. (D): SMT integraldsa az iizembe (N) K

Bianchi, M. (CH): Beiiltetés és forrasztds megolddsa
az SMD technolégia bevezetésével (N)

Booth, R. N—Ongley, P. E. (GB): Integralt koteg-
forraszt6 rendszer, az in-line-nél jobb megoldas (A)

Grosse, C. (D): Nyomtatott &ramkéri lapok csoporto-
sitdsa, mint az integralt gyartas kiindulé pontja (N)

Albert, K-H. (D): Elektronikus alkatrészek gyartds-
ellendrzése és szabdlyozasa (N)

Hoff, K. (D): Kérdések €és valaszok a rugalmas csopor-
tosit6 rendszerek installiciéjanak szervezésekor (N)

DGQ—ZVEI (Német MinGség Szovetség —
Alkatrész szakszévetség)

Az SMD technolégia minGségbiztositasa.

Masing, W. (D): Az SMD technolégia min8ségbizto-
sitdsa (N)
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Arimond, R. (D): SMD specifikus dramkori layont (N)

Ebhard dt, E. (D): SOT 23 tokozast diszkrét félveze-
t8k mingségbiztositisa (N)

Schank, G. (NL): SO tokozast integralt Aramkérék
megbizhatdsigi szempontjai (A) K

Bubbenheim, G. (D): Ming8ségi szempontjai, hordozé-
tokok kiértékelésének eredményei (N) K

Seiner, K. (D): SMD tipusu keramikus sokrétegii ka-
pacitdsok mingsége (N)

Coggius, R. (D): Automatikus SMD csoportositok
kdvetelményei (A)

Haarbosch, W. R. (NL): Beiiltet§ berendezés és ming-
ségi szempontjai (A)

Hdussler, G.—Hieber, H. (D): Nedves forrasztott ko-
tések megbizhatésiga (N)

Loth, H. (D): SMD komponensek viselkedése a for-
rasztis sordn (N)

Elektronikus érzékeldk és érzékelS rendszerek

Obermeir, E. (D): Elektronikus méréérzékelGk és
kimend oldali ,,intelligencidjuk” (N)

Schwaler, A. (D): A folyamatmérés-technika szilard-
test érzékelsi (N)

Seller, E.—Schunmy, H. (D): Intelligens elektronikus
érzékelGk mérésadatitvitelének szabvanyositdsanak
és hitelesitésének aspektusai (N)

Kist, R. (D): Széloptikai érzékel8k és alkalmazisuk (N)

Germer, W. (D): Sziliciumalapti nyomés és h&érzéke-
16k nagysorozatti gydrtdsa (N)

Fiiller, H. (D): Ming8ség és megbizhat6sdg biztositdsa
a jarmf{ipari diszkrét és integrlt hibrid érzékelSk
elgallitasa sordn (N)

Ahlers, R. J. (D): Intelligens képérzékel§ rendszerek
nagy és koézépsorozatii elektronikai gyirtmanyok
automatikus megszeml€él8 ellen8rzéséhez (N)

Raby, J.—Vanzetti, R. (USA): Infravords detektor
rendszerek reflow forrasztashoz és NYAK kontak-
tusok ellenGrzéséhez (A)

Stamm, K.; Autdipari szenzorok (N).

Az aldbbiakban a vasar jellegzetes szakteriileteirSl
szamolunk be:

Alapanyagok

Az alapanyagokat bemutaté nagyobb cégek szadma
tovabb cs6kkent. Nem volt jelen példiul a kordbban
rendszeresen killit6 Monsanto Materials Research,
Preusag.

FélvezetS alapanyagokat a Wacker (D) és a Dyna-
mit Nobel (I) 4llitott ki. A Wacker szilicium-egykrista-
lyai 125 mm armérdjii, 35 kg-os, illetve 200 mm 4tmé-
r8jii, 91 cm hosszu 54 kg-osak voltak, Ugyan8k ki-
llitottak galliumarzenid és indiumfoszfdd egykrista-
lyokat is, mintegy 1 kg-os témegben, meglehet&sen
egyenetlen Atmérdvel.

Szélesebb volt a koére a tiszta fémek szillitéinak.
Elmaradhatatlan a Leybold-Heraeus (D), a Bakers
(FL), a Degassa (D) és a Johnson Matthey (GB). Uj-
ként jelentkezett a Plansee (A). Valamennyien az
elektronika fontos fémeit mutattik be: cirkon, kobalt,
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krém, molibdén, ni6b, rénium, tantal, titan, volfram.
Legnagyobb a vilasztéka a porlasztisra szolgal6 target
fémeknek.

A korabbindl kevesebb cég — fGként az Elektro
Science Laboratories (USA), a Demetron (D) és az
Engelhard (GB) — mutatott be a korabbinal szélesebb
vélasztékban hibrid 4ramkorok elGéllitdsahoz szitksé-
ges pasztikat, koztiik polimer alaptiakat.

Erdekes 0j alapanyag a Daniel Instruments (CH)
keramia bevonatd féme. A fém vas vagy aluminium
lehet, erre a hGtagulasi kiilonbséget kiegyenlitd koztes
réteget visznek fel, a kerdmia pedig aluminiumoxid.
Ara elég magas: 50X50 mm?2-es darab 4 CHF-be ke-
riil tizezres széria megrendelése esetén.

Félvezetd és vékonyréteg technolégia

A két évvel ezelgtti mélypont utdn most ismét tébb fél-
vezet§ technolégiai kiallité jelentkezett. Kozottiik
legnagyobb szabast a Lasarray (USA) volt.

A gate-array-k (kapumétrixok) készitésének egyik
6 gazdasagi hatraltatdja a sziikséges maszokok draga
mivolta. Ha kevés szamu, azonos felépitésii végtermék
keletkezik, gazdasigosabb lehet a vezetékezés rajzo-
latat egyenként rajzolni a szeletre. Az emlitett vallalat
ezt 2 um AtmérGjiire fékuszalt 1ézersugirral valésitja
meg, melynek haladasi sebessége a szeleten 300 mm/s.
A sugar mozgatdsat olyan software vezérli, amely
magiba foglalja a layout-generalast, a logikai és az
idGtartomanybeli szimuldciét és a kézi chip mérési
utasitasat is.

A teljes gyart6sor harom — a kiéllitason is bemuta-
tott — konténerbdl 4ll, melyek ossztérfogata 7,5X5X
% 3,6 m2, Egyes belsG terek tisztasagi osztilya 10 vagy
100, a mér&téri 10 000. A technolbgiai berendezéseket
a vilagpiac kiilonb6z8 szektoraibdl szedték Sssze. Tel-
jesit@képesség: 12 szelet (24 6ra; egy szelet minimélis
atfutasi ideje: 12,5 éra; 12 szeletes tétel Atfutdsi ideje
36 6ra. A napi chip-termelés tobb, mint 1000 lehet,
359 kihozatal mellett.

Csokkent a kapumatrix-tervezd rendszerek szdma;
leger8sebb taldn a Mikron (D) kiillitdsa volt, ahol
3 uym-os, 1 fémréteges CMOS technolégiaval 336—
2116 kapu bonyolultsigot érnek el. J6vg terviik az
1,5 pm, 2 réteges technol6gia 2000—2000 kapura,
illetve az ECL technolégia 300—5000 kapura.

Vékonyréteg technikdban legnagyobb szabast a
CIT-Alcatel kiallitdsa volt. SCM 650 tipusi berendezé-
siik univerzalis hasznilhatésagu a fejlesztéstsl a terme-
1ésig. Egyre tobbet tudnak a szaraz kémiai megmun-
kalé berendezéseik is: a GIR-—260 alkalmas reaktiv
ionmardsra épplgy, mint planaris plazmamarasra.
E berendezéseket egészitik ki a plazma-diagnoszti-
z4l6k: a folyamat koézben felszabadulé osszetevik,
illetve a végpontokat lehet veliikk nagy biztonsaggal
megfigyelni,

Szamos félvezet§ szerelGgépet lehetett latni; leg-
komplettebb taldn a Delvotec SA (CH) ki4llitasa volt
kik5tGgépekbdl: arany €s aluminium huzalra egyarént
illetve mikrotokozott eszkzokhoz.
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Szerelési eljarasok

Bar a Productronica a szerelési eljarasok igen nagy
gazdagsdgit mutatta be, nem volt jellemz3 a nagy-
sebességli szamitdstechnikai szerelvények és szereld
rendszereik bemutatasa. Elszértan egyes elemek voltak
fellelhetGk.

Ker&mia chip-hordozékkal egyiittmiik6dd nyomta-
tott huzalozast lapokkal szemben egyik fG kdvetelmény
a kerdmidkéhoz illesztett h&tdgulasi tényezs. Ilyen
strukturikat rézbevonatt invar alaplemezbgl és iiveg-
szovet vazli epoxigyantabdl hoznak 1étre, Az eddigi
hirad4sok szerint ennek kizarélag katonai alkalmazisai
voltak a bonyolult technolbdgia és a mgaas ar miatt.
Most az elsG kidolgoz6 Texas-on kiviil a nyugatnémet
Schoeller — invar-réz és titin magi —, a svéd—dan
Perstorp invar-réz magt lemezekkel jelentkezett.
A terjedés tehat gyorsabb a vartnal. Kerdamia hordoz6-
kat szinte nem is mutattak be. Egyetlen #jdonsag a
Taiyo Yuden (Japan) alacsony h8mérsékleten kiéget-
het§ kerdmidja, kompatibilis nem nemesfém fémezés-
sel (wolfram, molibdén). Részletesebb leiras még nincs.

A passziv SMC alkatrészeknek igen nagy a kindlata.
Erdekes, hogy a nagytémoritésii szerelésre alkalmas
aktiv alkatrészeket, illetve szerelésiiket csak a svajci
Farco mutatta be. Gépsoruk egységenként négyféle
TAB technolbgiajii integralt dramkor beszerelésére
képes. A chipek 35 mm-es filmszalagon kialakitott
fémezési rajzolatba iiltetve érkeznek (a chipek felhelye-
zését és bek6tését mas Farco gépekkel lehet megoldani;
ilyeneket a két évvel ezelstti Productronican mutattak
be). A gép kivagja a szalagb6l a chipet és kivezetéseit
és automatikus optikai illesztés utan rahelyezi a nyom-
tatott hordoz6 lapra. Passziv alkatrészek behelyezésé-
hez tovabbi (a helyszinen be nem mutatott) egységek
sziikségesek. A Farco gépek nagy precizitisukkal és
feltehetGen magas 4rukkal kifejezetten a professzio-
nalis szadmitastechnika és hiradastechnika igényeit
elégithetik ki. A passziv alkatrészek papirszalagba ren-
dezését a japan Pulp and Paper néhiny gépe szemlél-
tette.

Ebben a mindségi kategbridban szinte kizarélag az
Gjradmlesztéses forrasztasi technol6giat hasznaljak.
Ehhez hasznilatos berendezésekbdl igen sokfélét lehe-
tett latni. Ezek egyike az Electrovert (CDN), amely
difféz infravéros sugdrzassal miikodd alagutat muta-
tott be; a hullimhosszat a bekotendd alkatrészek szi-
nétdl fiiggetlen értékre Allitotta be. A kész aramkor
mingsége €s megbizhatésaga szempontjabol fontos és
nem konnyii feladat a forrasztisok mindsitése: erre
a célra az Amistart (USA) mutatott be szellemes elja-
rast. A vizsgalandé forraszhelyet nagy energiaju 1ézer-
sugarral rovid ideig (ms nagysidgrendben) besugaroz-
z4k, majd mérik a lehiilési gorbét. Ez utébbinak meg
kell egyeznie az etalonként korabban vizsglt minta-
forrasztds lehiilési gorbéjével. Repedést, torést, hideg
forrasztast 4llitélag igen jél ki lehet mutatni. A beren-
dezés embarg6s. A kész aramkor esetleges hibdit vizua-
lisan j6 hatasfokkal lehet felderiteni — ha van hozza
megfelel§ eszkoz. Ilyen célra késziilt a Zeiss vizsgald
rendszere. A szerelt panelt x—y irdnyban mozdithato,
forgathaté és billenthetd targyasztalra lehet felerdsiteni
és sztereomikroszkGppal vagy szines monitoron lehet
megfigyelni. A berendezés ara 60 000 DEM.
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Végiil megindult a fejlédés a tiis mérSadapterek terii-
letén is. 1—2 évvel ezelStt még f6ként a dolog nehézsé-
geirQl cikkeztek; most sem lehetett még latni olyan
berendezést, amely tetszéleges pontot elérne tapintd
tiiivel. A PTR Messtechnik (D) bemutatott olyan tii-
koszoruit, amelynek osztdstdvolsdga 0,635 mm és pél-
d4dul egy négyoldalas kivezetGrendszerii IC-carrier
Gsszes pontjat eléri.

A minGségbiztositas mér8, ellendrz8 és automatizalt
berendezései

Altalanossa val6 tendencia a szamitogéppel integralt
gyartas (CIM =Computer Integrated Manufacturing).
Az jVLSI chipek és a mikroszamitogépek, nagygépek
és 1 okalis hilozatok lehetGvé teszik a ndvekvd iitemdi
gy rtast és termelékenységet. A CIM-et fazisrol fazisra
vezetik be, és alapjit a rendszerbe integralhatd beren-
dezések képezik. Kulcsa azonban a szoftver és lok4lis
dsszekapesold és koordinald hildzatok.

KiemelkedSek ebben a vonatkozisban a MARCONI
(UK) Trinet hal6ézata és a hozzitartozé6 CADlink
szoftver, a Teradyne (USA) Teranet hal6zata és a
GenRad (USA) hilbzata. Egyre feltiinGbb azonban
mennyire nem litszik kozeledés az egyes hilézatok és
szoftverek kompatibilitisa tekintetében.

A CIM természetesen a tervezés, gyartas és automa-
tizalas valamennyi fazisat magiba foglalja, beleértve
a mingségellendrzést, koltségellenSrzést és értékesitést,
mindezt egyetlen elosztott szamit6géppel vezérelt adat-
hélézatban. A modularitas és az eddig is 1étezd adat-
béazisok integraldsa 1ényeges kovetelmény. A kidllitas
valamennyi felsorolt fazis berendezéseibgl és szoftve-
rei béi is jelent8s skdldt vonultatott fel. A rohamosan
szaporodé kis tervez§ dllomdsok mellett CAD tekin-
tetében feltétleniil megemlitend§ a GenRad HILO—3
logikai szimulaciés rendszere, a High Performance
Design Tools kézponti része. Ennek {6 értéke az eszk6-
z0k széles modellskalaja. A kereskedelmi valtozat tGbb
mint 3000 modellt tartalmaz, amely gate-level és timing
szinten az alapvet§ TTL kapuktél a komplex mikro-
processzor csalddokig terjed.

A tervez8rendszer alapja a Silvar Lisco (USA) cég
SL 2000 programrendszer, melyhez tesztelhetGség
vizsgilé (HITAP) és tesztprogram-generalé (HIPOST)
programok csatlakoznak. A rendszer MINI—VAX-on
futtathato.

A cég kiilonleges Bjdonsaga a HICHIP hardver mo-
dellez8 rendszer, amely fizikai mérésekkel meghat4-
rozza a chip jellemzg@it a HILO 4dramkoéri modelljei
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szdmdra. A rendszer teljesitGképességét jellemzi, hogy
68 000 mikroprocesszor modellezésére is alkalmas.
A VLSI szintfi tesztelés két jellemz8 berendezése a
Teradyne J967 és a GenRad GR18. ElGbbi MOS és
bipolaris analizisre egyarant alkalmas, 192 csatornén,
60 MHz iitemfrekvencidval. 36 szigndlgeneritor 4llitja
el§ a vizsgaldjeleket, valamint a TERACODE teszt-
sorozat generator. Operacids rendszere UNIX.
Utébbi 2 tesztmérén Osszesen 288 pin vizsgilatra
alkalmas, tetszés szerinti technoldgiira, 40 MHz teszt-
frekvencidval, 125 ps felold4ssal, 1 ns-nél kisebb pon-

tossaggal. PDP 11/44  szdmitégéppel  dolgozik
RSX—11 M opericidés rendszerben, Pascal nyelven
programozva.

Az SMD technika térhéditdsdval az in-circuit teszt
— amelyik jelenleg uralkodé — nehezebbé valik, n§
a funkcionilis tesztelés jelentGsége. A kidllitison mar
lithaté volt funkciondlis SMD tesztel6 handler.

Az elektronikus (LSI és VLSI) eszk6zok el8allitdsi
koltségének a mérések az elmult években 5—10%-4t
tették ki. Ma az dramkorék bonyolultsdgdnak néve-
kedésével ez a hanyad eléri a 45 %-ot. 1984-ben a méré
és ellendrz§ eszk6zok vilagpiaca 20 %-kal nétt és elérte
a 6,7 milliard $-t. 1985-re tovabbi novekedéssel 7,9
millidird $§ forgalmat varnak. EbbSl az automatikus
eszk6zok mintegy 1,7 millidrd $-t tesznek ki. Nem
val6szinii azonban, hogy a jelenlegi tultermelés mellett
tartani tudjak az 1988-ra 4 milliard feletti részesedést
josolé iitemet.

Néhiny a fejlesztést szolgald specialis eszkoz

Kontron (D) SEM—IPS rendszere elektromikroszké-
pok és rontgenanalizis képfeldolgozasira. A rendszer
az firfelvételek feldolgozdsanak tapasztalatait haszno-
sitja 12 bites 4096 X 4096 képpont felold4sh feldolgo-
zasdval. Kiilonlegesen alkalmas otvozetek, elegyek
tulajdonsigainak feldolgozisara.

Seiko (J) rontgensugaras lumineszcens analizatora,
amely 0,1 mm atmérGjli rontgensugirral 1étrehozott
masodlagos sugirzast vizsgil. Az utdlagos szamitogé-
pes feldolgozas lehet8vé teszi példiul egyes nyomtatott
adramkori huzalok vastagsdg vagy Osszetétel valtozasa-
nak nagy felbontdsu analizisét.

Dr. Ambrézy Andras
BME Elektronikai Technolédgiai Tanszék

Dr. Zombory Laszlé
BME Elméleti Villamossagtan Tanszék
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